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外観図

紫外線ホトレジスト硬化装置

UV Photoresist Hardening System

UMA-1002-HC9シリーズ
UMA-802-HCV59シリーズ

未来は「光」でおもしろくなる

ユニハード仕様
UMA-1002-HC9型 UMA-802-HCV59型

ウェーハサイズ φ6インチ，φ8インチ φ3インチ，φ4インチ，φ5インチ

照射径 φ200mm φ150mm

放射照度
650mＷ/cm2以上

（波長220～320nmの範囲）

常圧モード：650mW/cm2以上

減圧モード：250mW/cm2以上

（波長220～320nmの範囲）

照射分布
±10%

（φ8インチ，H点灯時，面内5点測定）

常圧モード：±10％

減圧モード：±25％

（φ6インチ，H点灯時，面内5点測定）

照射モード選択 High（H），Middle（M），Low（L），N の4モード ←

ホットプレート昇温速度
△T/△t=2.3±0.1℃/sec

（△T≧150℃時，H照射時）

常圧モードのみ：△T/△t=1.8±0.1℃/sec

（△T≧150℃時，H照射時）

ホットプレート最高温度 250℃ 常圧モード：250℃，減圧モード：130℃

ホットプレート温度分布 ±5℃以内（φ8インチ，静止時） 常圧モードのみ：±5℃以内（φ6インチ，静止時）

ホットプレート設定ポイント T1～T5の5ポイント 常圧モード：T1～T5，減圧モード：T1のみ

ウェーハ搬送機構
磁気シールド型クリーンロボット

（2フィンガータイプ）

磁気シールド型クリーンロボット

（1フィンガータイプ）×2式

プロセス条件の設定 グラフィックELディスプレイ/タッチキー入力方式 ←

プログラム設定モード 32モード 16モード

Specifications
Model UMA-1002-HC9 Model UMA-802-HCV59

Wafer size φ 6 or 8 inch φ 3, 4, or 5 inch

Radiation diameter φ 200 mm φ 150 mm

Irradiance
Min. 650 mW/cm2

(at wavelengths ranging from 220 to 320 nm)

Atmospheric-pressure mode:  Min. 650 mW/cm2

Reduced-pressure mode:  Min. 250 mW/cm2

(at wavelengths ranging from 220 to 320 nm)

Radiation distribution
±10%

(measured at 5 points on an 8-inch wafer in H mode)

Atmospheric-pressure mode:  ±10%

Reduced-pressure mode:  ±25%

(measured at 5 points on a 6-inch wafer in H mode)

Radiation mode to be selected Four modes: High (H), Middle (M), Low (L) and N Four modes: High (H), Middle (M), Low (L) and N

Hot-plate temperature 

rise rat

△T/△t = 2.3±0.1℃/sec

(△T≧150℃ during H-mode radiation)

Atmospheric-pressure mode: △T/△t = 1.8±0.1℃/sec

(△T  150℃ during H-mode radiation)

Max. hot-plate temperature 250℃ Atmospheric-pressure mode:250℃ Reduced-pressure mode:130℃

Hot-plate temperature 

distribution
Max. ±5℃ (for 8-inch wafer, stationary)

Max. ±5℃ in atmospheric-pressure mode only

(for 6-inch wafer, stationary)

Hot-plate setpoints Five points T1 through T5

Atmospheric-pressure mode:  Five points T1 through T5

Reduced-pressure mode:  Point T1 only

Wafer transfer mechanism
Magnetic-shield-type clean robot

(with two fingers)

Magnetic-shield-type clean robot

(with one finger) x 2 units

Method for setting 

process conditions
Graphic EL display/touch-key input Graphic EL display/touch-key input

Program setting mode 32 modes 16 modes

UNIHARD
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“先進”から“常識”へ…。
ユニハードがさらに進化しました。

紫外線ホトレジスト硬化装置「ユニハード」は、ドライエッチング時のプラズマによるレジストダメージを抑え、微細パターン
の形成を確実に行うために、いまや常識として多くのIC製造ラインに採用されています。
新機種のHC-9型、HCV-59型は、これまでの実績をもとに、さらなる生産効率向上と多様化するプロセスへの対応を目指し
て開発された新シリーズです。

Becoming The Industry Standard
UNIHARD Continues To Make Progress.
The UNIHARD UV photoresist hardening system, now used in a number of IC manufacturing lines, is fast becoming the 

industry standard for ensuring formation of fine patterns. It limits damages to photoresist caused by plasma generated 

during dry etching.

We at USHIO would like to introduce our new UNIHARD models HC-9 and HCV-59, developed to enhance the 

productivity and meet a wide range of processes.  The UNIHARD series is backed up by its rich field experience.

露光 現像 エッチング
DevelopingExposure EtchingUV resist hardening

UVレジスト硬化

特長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

用途　　　　　　　　   

1.クリーンでスピーディ。新型搬送ロボット。
新設計の2フィンガー搬送ロボットを搭載。シ
ステムのコンパクト化を図るとともに、クリーン
でスピーディな搬送による高スループットを実
現しました。

1.Clean, Fast Wafer Handling
These new models utilize a newly design-
ed two-finger transfer robot for clean and 
fast wafer handling to ensure compact 
design and achieve high throughput.

2.省スペース設計
装置レイアウトの見直し、小型電源の開発によ
りコンパクト化を図り、フットプリントを最小限
にとどめました。

2.Space-Saving Design
System has been reviewed, and a com-
pact power supply developed, to ensure 
compactness and minimize the unit 
footprint.

３．高い操作性
視認性に優れた大型グラフィックELディスプ
レイ／タッチキー入力方式を採用。処理モード
の設定・確認が容易です。

3.High Operability 
To ensure easy set ting and process 
mode confirmation, the system employs 
a large graphic EL display that provides 
excellent visual recognition capabilities 
and touch-key input.

4.容易なランプユニット交換
ランプユニットは交換時に調整の必要がないカ
セット方式となっており、取り扱いが容易です。

4.Easy Replacement of Lamp Unit
The lamp unit is an easy-to-handle cas-
sette type that does not require adjust-
ment at replacement.

①エッチング時の耐プラズマ性の向上
②イオン注入前のレジスト脱ガス促進、及びレジ
スト焼しめ

③EPROMやフラッシュメモリのフローティング
ゲートの電荷消去

その他短波長UV照射プロセスに利用できます。

Applications
This system can be used for:
1.Enhancing plasma resistance during dry 

etching,
2.Degassing and baking photoresist before 

the ion implantation process, 
3.Erasing the charge of an EPROM float-ing 

gate, and
4.Other shor t-wavelength UV radiat ion 

processes.

HCVシリーズ
減圧雰囲気でUV照射を行うHCVシリーズ
は、薄膜ヘッドの絶縁膜形成、化合物半導体
の電極配線、特殊ワークの厚膜レジスト処理
等に幅広く対応できます。

HCV Series 
The HCV series radiates UV at reduced 
pressure.  It is ideal for such wide-
ranging applications as formation of an 
insu la tor  f i lm on a th in - f i lm head, 
electrode wiring of compound semicon-
ductors, and processing of thick resist 
film for special work.
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